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Specyfikacja Zdolnosci i Osiggow dla Elastycznych/
Sztywno-Elastycznych Ptyt Drukowanych

1 ZAKRES

1.1 Definicja Zakresu Ninigjsza specyfikacja opisuje wymagania zdolnosci i osiggdéw dla elastycznych ptyt drukowanych.
Elastyczna ptyta drukowana moze by¢ jednostronna, dwustronna, wielowarstwowa lub wielowarstwowa sztywno-elastyczna.
Wszystkie te konstrukcje moga zawierac, jak i tez moga nie zawiera¢ usztywniacze, otwory metalizowane (PTH) oraz
Slepe/zakryte otwory przelotowe via.

Elastyczna lub sztywno-elastyczna plyta drukowana moze zawiera¢ wbudowane warstwy Polaczen Wysokiej Gestosci
(HDI). Ptyta drukowana moze zawiera¢ wbudowane aktywne lub pasywne obwody z rozdzielajacymi ptaszczyznami
pojemnosciowymi, komponentami pojemnosciowymi lub oporowymi zgodnymi z IPC-6017.

Sekcja sztywna plyty drukowanej moze zawiera¢ rdzen metalowy lub zewnetrzng ramke termiczna, ktore moga by¢ aktywne
lub nieaktywne.

Zmiany poziomu rewizji sg opisane w 1.7.

1.2 Cel Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie wymagan dla zdolnosci i osiggdw elastycznych ptyt drukowanych
zaprojektowanych zgodnie z IPC-2221 i [PC-2223.

1.3 Klasyfikacja Osiagow, Typy Plyt i Stosowanie Instalacji

1.3.1 Klasyfikacja Niniejsza specyfikacja uznaje, ze elastyczne ptyty drukowane beda poddane zmiennosciom w
wymaganiach o0siggoéw, opierajacych si¢ na koncowym uzytkowaniu. Te klasy osiggow (Klasa 1, Klasa 2 i Klasa 3)
sg zdefiniowane w IPC-6011.

1.3.2 Typy Plyty Drukowanej Wymagania osiagdéw sa ustanowione dla réznych typow elastycznych plyt drukowanych,
sklasyfikowanych nastepujaco:

Typ 1 — Jednostronne elastyczne ptyty drukowane, zawierajace jedng warstwe przewodzaca, z usztywniaczami lub bez
usztywniaczy.

Typ 2 — Dwustronne elastyczne ptyty drukowane, zawierajace dwie warstwy przewodzace z otworami metalizowanymi PTH,
z usztywniaczami lub bez usztywniaczy.

Typ 3 — Wielowarstwowe elastyczne ptyty drukowane, zawierajace trzy lub wigcej warstw przewodzacych z otworami
metalizowanymi PTH, z usztywniaczami lub bez usztywniaczy.

Typ 4 — Kombinacje wielowarstwowe materialu sztywnego i elastycznego, zawierajace trzy lub wigcej warstw
przewodzacych z otworami metalizowanymi PTH.

Typ 5 — Elastyczne lub sztywno-elastyczne plyty drukowane, zawierajace dwie lub wigcej warstw przewodzacych bez
otworéw metalizowanych PTH.

1.3.3 Stosowanie Instalacji

Stosowanie A — Zdolne do wytrzymania zginania podczas instalacji.

Stosowanie B — Zdolne do wytrzymania ciagtego zginania dla liczby cykli, jak okreslono w dokumentacji dostawcze;j.
Stosowanie C — Srodowisko wysokiej temperatury (ponad 105 °C [221 °F]).

Stosowanie D — Identyfikacja palnosci UL. Zobacz UL 94 oraz UL 796F.

1.3.4 Wybor dla Dostaw Dla celow zakupowych, klasa o0siggéw i stosowanie instalacji powinny by¢ wyspecyfikowane
w dokumentacji dostawcze;.

Dokumentacja powinna dostarcza¢ wystarczajacych informacji dostawcy tak, aby dostawca mogt wyprodukowac
elastyczng plyte drukowang i upewnic si¢, ze uzytkownik otrzyma pozadany produkt. Informacje te powinny by¢
zawarte w dokumentacji dostawczej i powinny by¢ w zgodnos$ci z IPC-2611 1 IPC-2614.

Uwaga: Jesli rysunek okresla wymaganie stownie, oznaczniki nie sg wymagane.






